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一、报告简介

华经情报网发布的《2017-2022年中国半导体用环氧塑封料(EMC)行业市场深度调查评估及
投资方向研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，
投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机
动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中
心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理
论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
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二、报告目录及图表目录
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4.1 世界半导体封装业发展特点
4.2 世界半导体封装产品的主要生产制造商
4.3 世界半导体封装业的发展现状
4.3.1 2016年世界半导体产业与市场概况
4.3.2 世界封测产业与市场概况
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5.3.1 我国半导体分立器件生产现况
5.3.2 我国半导体分立器件行业发展特点
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6.3 日本环氧塑封料生产厂家现状
6.3.1 住友电木（Sumitomo Bakelite）
6.3.2 日东电工（Nitto Denko）
6.3.3 日立化成（Hitachi Chemical）
6.3.4 松下电工株式会社（Matsushita Electric）
6.3.5 信越化学工业（Shin-Etsu Chemical）
6.3.6 京瓷化学（Kyocera Chemical）
6.4 台湾环氧塑封料生产厂家现状
6.4.1 长春人造树脂
6.4.2 台湾其它环氧塑封料生产厂家现状
6.5 韩国环氧塑封料生产厂家现状
6.5.1 韩国环氧塑封料生产厂家情况总述
6.5.2 三星集团第一毛织
6.5.3 韩国KCC
6.6 欧美塑封料生产厂家现状
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6.6.1 汉高集团（Hysol）
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第七章 我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求
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7.6.4 日立化成工业（苏州）有限公司
7.6.5 北京首科化微电子有限公司
7.6.6 佛山市亿通电子有限公司
7.6.7 浙江恒耀电子材料有限公司
7.6.8 江苏中鹏电子有限公司
7.6.9 江苏晶科电子材料有限公司
7.6.10 广州市华塑电子有限公司
7.5.11 松下电工（上海）电子材料有限公司
7.6.12 北京中新泰合电子材料科技有限公司
7.6.13 长春封塑料（常熟）有限公司
7.6.14 无锡创达电子有限公司
7.6.15 广东榕泰实业股份有限公司
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8.1.3.1 双酚A
8.1.3.2 环氧氯丙烷（ECH）
8.1.4 绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况
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